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Abstract (en)
[origin: WO8704008A1] A surface mount package (60) having a plurality of exterior package leads (64) with a dual finished surface (66, 68). The
lower part of the lead which is to be bonded to a bonding pad (74) of a substrate (70) such as a printed circuit board is provided with a solder-
wettable surface (68) which extends only part-way up the length of the lead (64) to meet with a non-wettable surface region (66). Alternately, or in
addition thereto, the upper portions of the leads (64) may be coated with a chemical, plastic or other solder- phobic composition (84) to provide the
non-wettable surface region (66). Bonds made using such leads (64) are stronger and more reliable because of the affinity of the solder (72) for the
lead (64) at the contact area (74) and the aversion of the solder (72) to wick up the lead into the non-wettable area (66) of the lead (64) nearer the
package (60) and thus draw solder (72) away from the bonding area (74). The configuration of the solder bond is easily and quickly adjusted by
controlling the area or depth of the solder coated region (68) on only the lower portion of the leads (64) of the surface mountable integrated circuit
package (60).

Abstract (fr)
Un boitier de montage en surface (60) comprend plusieurs conducteurs de boitiers extérieurs (64) a double surface finie (66, 68). La partie
inférieure du conducteur qui doit étre liée a un bloc de liaison (74) d'un substrat (70), tel qu'un tableau de circuit imprimé, est pourvue d'une surface
(68) mouillable avec de la soudure, ladite surface s'étendant uniquement sur une partie de la longueur du conducteur (64) afin de rencontrer une
partie (66) de surface non mouillable. Alternativement ou additionnellement, les parties supérieures des conducteurs (64) peuvent étre revétues a
I'aide d'une composition chimique, d'une composition plastique ou d'une autre composition rejetant la soudure (84), permettant d'obtenir la partie
(66) de surface non mouillable. Les liens obtenus grace a I'utilisation desdits conducteurs (64) sont plus résistants et plus fiables, grace a l'affinité de
la soudure (72) pour le conducteur (64) au niveau de la zone de contact (74) et grace a la réticence de la soudure (72) a amener le conducteur, telle
une méche, dans la zone non mouillable (66) du conducteur (64) plus prés du bottier (60) éloignant ainsi la soudure (72) de la zone de liaison (74).
La configuration de la liaison de soudure peut étre modifiée rapidement et aisément en régulant la surface ou la profondeur de la région (68) revétue
par la soudure uniquement sur la partie inférieure des conducteurs (64) du boitier de montage en surface (60) pour circuits intégrés.
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